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Elektrischa Baugruppe mit mehreren parallelen Leiterplatten 



Die Leiterplatten . (1) der Baugruppe sind mit Abstand 
zueinander angeordnet und beidseits mit Bauelementen (2, 3) 
bestOcl<t. Ein Teil dieser Bauelemente (2, 3) ist auch zwischen 
den Leiterplatten (1) angeordnet. Die Bauelemente (2, 3) 
weisen als Anschlusse EinpreBstifte (4) auf, die in plattierte 
Bohrungen (6) der Leiterplatten (1) eingepre(3t sind. Eine 
derartige Baugruppe l<ann bei l<ompal<ter Ausfutirung eine 
Vielzahl von Bauelementen aufnehmen, ohne da(3 die Lei- 
tungsmuster auf den Leiterplatten zu kompliziert warden. 

(31 34 385) 
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( T A Elektrische Baugruppe rait in mehreren parallel zueinan- 
aer angeordneten , mit elektrischen Baueleraenten bestuck- 
5 ten Leiterplattein, die mittels in plattLerte Bohrungen der 
Leiterplatten eingepreBte Stifte elektrisch verbunden 
sind, dadurch gekennzeichnet, dafi 
die Leiterplatten (1) mit Abstand zueinander angeordnet 
sind, daB zumindest ein Teil der elektrischen Bauelemente 

10 (2, 3) zwischen den Leiterplatten (1) angeordnet ist, daB 
Anschlusse der Bauelemente (2, 3) als EinpreBstif te (4) 
ausgebildet sind, die in die Bohrungen (6) der Leiter- 
platten (1) eingepreBt sind, und daB zumindest ein Teil 
der Bauelemente (2, 3) mit beiden benachbarten Leiter- 

15 platten ( 1 ) unmittelbar elektrisch verbunden ist., 

2, Elektrische Baugruppe nach Anspruch 1 , d a d u r c h 
ge,k e n n z ei c h n et ,'daB zumindest ein Teilder 
Bauelemente beidseitig EinpreBstifte aufweist. 

20 

3. Elek^trische Baugruppe nach Anspruch 1, d a d u r c h 
g e k e n n z e: i c h n e t , daB zumindest ein Teil der 
Bauelemente (2, 3 ) plafe-tierte ■ Bohrungen (5). aufweist, in 
die die durch die Leiterplatten (1) hindurchragenden En- 

25 den der EinpreBstifte (4) anderer Bauelemente (2) hinein- 
gepreBt sind . 
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5 Elektrische Baugruppe mit mehreren parallelen Leiterplat- 
ten 



Die Erfindung bezieht sich auf eine elektrische Baugruppe 
mit mehreren parallel zueinander angeordneten Leiterplat- 
10 ten. 

Durch die US-Patentschr if t 40 54 939 ist z.B. eine Bau- 
gruppenrUckwandverdrahtung rait mehreren iibereinander ge- 
legten Leiterplatten bekannt geworden. Diese sind unter- 
15 einander durch EinpreBstif te von Ruckwandsteckverbindern 
verbunden, die durch die durchplat ierten Bohrungen der 
Leiterplatten hindurchgepreSt sind. Diese Einpr efitechnik 
erraoglicht es , viele Leiterplatten iibereinander zu legen, 
ohne daJJ es dabei Kontaktierungsschwierigkeiten gibt . 

20 

Durch. die US-Patentschrift 40 50 769 ist es ferner be- 
kannt, bei Steckbaugruppen die Kontaktstif te der zugeho- 
rigen Verbinder leiste in Bohrungen der Leiterplatte in- 
zupressen . 

25 . . ■ ■ - 

Es ist iiblich, eine derartige Baugruppe auf einer Seite 
rait Bauelementen zu bestucken und die Leiterplatte hin- 
durchragenden Anschlusse der Baueleraente mit dieser durch 
Loten zu ■ verbinden . Durch die z.unehmenden elektrischen 

30 Anf orderungen insbesondere in bezug auf StoreinflUsse ist 
es zweckmaliig, radglichst viele elektrische Funktionen auf 
e.iner Baugruppe zusammenzuf assen . Die Vielzahl der Lei- 
terbahnen laBt sich in mehreren iibereinandergelegten Lei- 
terplatten ahnlich wie bei der Ruckwandverdrahtung ver- 

35 wirklichen. Die Leiterplatten konnen aber auch' zusatzlich 
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mit Potentialebenen , z.B. mit Erdpotential zu Schirm- 
zwecken veraehen werden. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Baugruppe 
5 zu schaff.en, die mi.t einer moglichst groBen Anzahl von 
Bauelementen bestiickt werden kann und bei der die inter- 
nen Verbindungswege moglichst kurz gehalten sind. 

Diese Aufgabe wird durch die Erfindung geraaS Anspruch 1 
10 gelost, Durch den Verzicht auf das Einloten der Bauele- 
mente ist es mogllch, diese zu beiden Seifcen der Leiter- 
platten und auch zwischen diesen anzuordnen. Damit wird 
der Einbauraum fur die Bauelemente erheblich vergroBert, 
so daJ2> auch die Anzahl der Bauelemente innerhalb einer 
15 Baugruppe gesteigert werden kann. Indem Bauelemente rait 
beiden benachbarten Leiterplatten unmittelbar elektrisch 
verbunden werden konnen, verkurzen sich die gedruckten 
Leiterbahnen , auf den Leiterplatten. Dies steigert die 
LeistungsfShigkeit der Baugruppe. AuBerdem vereinfachen 
20 sich die Leitungsmuster , wodurch weniger Aufwand fur die 
Leiterplattenauf losung betrieben werden muB. Es ist m5g-. 
lich zusatzliche Verbindungen zwischen den Leiterplatten 
durch besondere Kontaktstifte herzustellen , die durch Je- 
wells zumindest -zwei Leiterplatten hindurchgedriickt sind. 



25 



30 



Nach einer Weiterbildung der Erfindung weist zumindest 
ein Teil der Bauelemente beidseitig EinfireBstifte auf. 
Dadurch kSnnen die entsprechenden Bauelemente unmittel- 
bar mit den benachbarten Leiterplatten verbunden werden. 



Nach einer anderen Weiterbildung der Erfindung weist zu- 
mindest ein Teil der Bauelemente platierte Bohrungen auf, 
in die die durch die Leiterplatte hindurchragenden Enden 
der EinpreBstifte anderer Bauelemente hineingepr eBt sind. 
35 Dadurch wird nicht nur eine Verbindung zwischen einem 

Bauelement und der Leiterplatte hergestellt, sondern auch 
mit einem anderen Bauelement auf der anderen Seite der 
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Leiterplatte. Auf diese Weise konnen uber die Baueletnente 
auch verschledene Leiterplatten miteinander elektrlsch 
verbunden werden. 

5 Im folgenden wird die Erfindung anhand eines in der Zeich- 
nung dargestellten Ausf uhrungsbeispieles naher erlautert . 
Die dargestellte Figur zeigt eine schematisierte Seiten- 
ansicht eines Teiles einer Baugruppe, bei der raehrere 
Leiterplatten 1 parallel mit Abstand zueinander angeord- 

10 net sind.Die Leiterplatten 1 , sind zu beiden Seiten mit 
Bauelementen 2,3 bestUckt. Die Bauelemente weisen auf 
einer einer der Leiterplatten 1 zugewandten Seite Ein- 
preBstifte U auf. Auf der diesen abgewandten Seite sind 
sie, mit plattierten Bohrungen 5 zur Aufnahme der Einprefi- 

15 stifte 4 versehen. Die Leiterplatten 1 weisen ebenfalls 
plattierte Bohrungen 5 auf , die mit nicht dargestellten 
Leiterbahnen der Leiterplatten 1 elektrlsch verbunden 
sind. Die Einprefestifte 4 sind . durch die plattierten Boh- 
rungen der Leiterplatte 6 hindurchgeprefit . Sie stehen da- 

20 rait mit diesen in elektrischer Verbindung. Wird kein elek- 
trischer Anschlufi. zu einer Leiterbahn gewunseht, so kann 
die entsprechende Bohrung unplattiert bleiben. Die Ein- 
preBstif te U ' sind so lang/ daB sie durch die Leiterplat- 
ten 1 hindurchragen . Dieser. Abschnitt ist so lang gehal- 

25 ten, daB er in: die durchplattierten Bohrungen 5 eines an- 
deren Bauelementes ■ 2 , 3 eingepreSt und mit diesera elek- 
trlsch verbunden werden kann. Dadurch ist- es moglich, dafi> 
'ein zwischen zwei Leiterplatten 1 angeordnetes Bauelement 
2, 3 uber die EinpreBstif te 4 rait beiden benachbarten 

30 Leiterplatten 1 verbunden werden kann.Die plattierte Boh- 
rung 5 kann mit dem EinpreBstlf t 4 innerhalb eines Bau- 
elementes 2 direkt verbunden. sein , in dem z.B. die Bohrung 
5 durchgehend ausgefuhrt ist und in dem indiese der ent- 
. sprechende EinpreBstift hineinragt. Auf diese Weise kann 

35 eine direkte elektrische Verbindung zwischen zwei Leiter- 
platten hergestellt werden. 
3 Patentanspriiche / 1 Figur 
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